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Beschreibung

Gegenstand der Erfindung ist ein schonendes
Verfahren zur Aktivierung von nichtleitenden
oder halbleitenden Substratoberfladchen fiir die
chemogalvanische Metallabscheidung.

Es ist allgemein bekannt, daB die
Metallisierung derartiger Oberfldchen eine relativ
aufwendige Vorbehandlung erfordert. Dazu
gehoren beispielsweise das Aufrauhen der
Oberflache durch mechanische Einwirkung oder
Beizen mit starken Oxidationsmitteln, das
Imprégnieren mit ionischen oder kolloidalen
Edelmetallésungen, die Reduktion der
Edelmetallionen zum Metall sowie mehrere
Spiillvorgénge.

Die verfahrenstechnischen Nachteile dieser
vielstufigen und 2.T. sehr drastischen
MaBnahmen sind offensichtlich

Es sind daher vor allem in der Patentliteratur
diverse materialschonende und
verfahrenstechnische einfacher durchzufiihrende
Aktivierungsverfahren vorgeschlagen worden,
bei denen die zu metallisierenden Substrate mit
Losungen oder Disperionen von
Komplexverbindungen von Elementen der 1. und
8. Nebengruppe des Periodensystems in zumeist
organischen Losungsmitteln behandelt werden
(vgl. DE-A-1 696 603, DE-A-2 451 217, DE-A-2 116
389, DE-A-3 025 307, DE-A-3 148 280 u.a.m.)

Aber auch diese an sich sehr eleganten
Verfahren konnten nicht voll befriedigen.

Abgesehen davon, dal man optimale
Aktivierungseffekte praktisch nur mit den
Vebindungen des relativ teueren Palladiums
erzielen kann, weisen namlich auch diese
Verfahren verschiedene von Fall zu Fall mehr
oder weniger schwerwiegende Nachteile auf.

Neben der bisweilen geringen
Lagerungsstabilitat der Aktivierungsbader und
der manchmal ungeniigenden Haftfestigkeit der
Aktivatoren an der Substratoberflache sind die
Flichtigkeit, Brennbarkeit und Toxizitét der
organischen L6sungsmittel sowie insbesondere
der hohe Preis der Metallkomplexverbindungen
Zu nennen.

Bei den bisher beschriebenen
Aktivierungsverfahren mit Edelmetallkomplexen
aus waRriger Losung ist die Haftung der

Edelmetallkeime an den Substratoberflichenso

gering, daB eine Reihe von Spiilvorgangen
erforderlich sind, um ein Einschleppen von
Edelmetallkeimen in die Metallisierungsbader zu
verhindern.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung
bestand daher darin, diese Nachteile
weitestgehend zu vermeiden, d.h. ein
preiswerteres Aktivierungsverfahren zu
entwickeln, das auf einfache Weise auch
moglichst unter Verzicht auf organische
Losungsmittel, eine gute Haftfestigkeit der
Aktivatoren auf den zu metallisierenden
Oberfiachen bewirkt.

ErfindungsgemaR wird nun eine solche
"Bekeimung’’ dadurch erzielt, daB man
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a) die zu metallisierende Oberfliche mit einer
Aktivierungslosung benetzt, die eine mit Hilfe von
Komplexbildnern in eine iésliche Form iiberfiihrte
an sich in Wasser schwer losliche Sitber-I-
Verbindung enthélt,

b) nach dieser Benetzung die lasliche
Komplexverbindung in die schwerlgsliche Silber-
I-Verbindung rickspaltet und

c) die auf der Substratoberfliche
zuriickbleibende Silber-I-Verbindung reduziert.

Die Vorteile dieses Verfahrens gegeniiber der
bisher bekannten Aktivierungsmethoden liegen
auf der Hand:

1. Anstelle des teueren Palladiums wird das
wesentlich preiswertere Silber als Aktivator
eingesetat.

2. Das Verfahren wird vorzugsweise in
waBrigem Medium - also in Abwesenheit von
organischen Lésungsmitteln - durchgefiihrt.

Aus DE-A-2 116 385 ist zwar bereits ein
Verfahren zur Aktivierung von
Substratoberflachen mittels waRriger Lésungen
von Silberkomplexsalzen bekannt, wobei jedoch
die "Bekeimung’’ durch einfaches Tauchen, d.h.
ohne Riickspaltung in eine wasserunldsliche
Silberverbindung erfolgt, wie es das
erfindungsgemalBe Verfahren zwingend
vorschreibt Durch diese Riickspaltung ist die
Ablosung der Silbermetallkeime von der
Substratoberflache so gering, daB auf die
iblichen Spiilgdnge verzichtet werden kann und
daher sogar in einer besonderen
Ausfiihrungsform des Verfahrens die Reduktion
der Silberverbindung im stromlosen
Metallisierungsbad durchgefiihrt werden kann,
ohne eine Vergiftung des Metallisierungsbades
befiirchten zu miissen.

Bevorzugte Komplexbildner zum Lésen der
schwerléslichen Silberverbindungen sind
stickstoffhaltige Verbindungen, die.durch
Einwirkung von Wéarme und/oder Sauren
leichtspaltbare Kompiexe liefern. Besonders
bevorzugt ist waBriger Ammoniak. Dariiber
hinaus kdonnen auch Amine eingesetzt werden,
deren Siedepunkt solite aber bevorzugt unter
100°C liegen. Grundsaétzlich sind auch andere
Komplexbildner einsetzbar, wie z. B. Cyanidionen
oder Thiosulfationen.

Die Bekeimung wird - wie bereits erwahnt -
bevorzugt aus waBriger Losung durchgefiihrt.
Selbstverstandlich kénnen auch wasserahnliche
Verbindungen, wie z. B. aliphatische Alkohole

. oder Verschnitte von organischen Lésungsmitteln
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mit Wasser oder Alkoholen eingesetzt werden.
Fiir Substrate, deren Oberflachen von den
Aktivierungslésungen kaum oder nur sehr
schlecht benetzt werden, kann es erforderlich
sein, den Losungen Netzmittel, wie z. B.
Mersolate, Texapon zuzusetzen.

Die Konzentration an Silber-Verbindungen liegt
im allgemeinen zwischen 0,01 g und 10 g/l in
besonderen Féllen auch dariiber oder darunter.
Bevorzugte Silber-1-Verbindungen sind z. B.
Silberchlorid, Silberbromid, Silbercyanid.
Silberisothiocyanat, Silberchromat, Silbernitrit,



Silbermetaphosphat und Silberdiphosphat.

ZweckmaRigerweise wird das
erfindungsgemaRe Verfahren wie folgt
durchgefiihrt: ’

Die Oberflichen der zu metallisierenden
Substrate werden mit den Komplexlésungen
benetzt, wobei die Einwirkungsdauer
vorzugsweise 1 Sekunde bis 1 Minute betragt.
Besonders geeignet sind dazu Verfahren wie das
Eintauchen des Substrats in die L6sungen oder
das Bespriithen oder Bepinseln der
Substratoberflichen. Weiterhin ist es auch
maoglich, die Aktivierungsiosungen durch
Stempeln oder durch Druckverfahren
aufzubringen.

Die Benetzung wird bei Temperaturen
zwischen 0°C und 90°C durchgefiihrt. In
besonderen Féllen kann die Temperatur auch
darunter oder dariiber liegen. Ganz besonders
bevorzugt wird bei 15 - 40°C gearbeitet.

Nach der Benetzung werden gegebenenfalls
eingesetzte organische Losungsmittel entfernt
und die aufgebrachten Komplexe gespalten.
Bevorzugt geschieht dies durch
Wiérmeeinwirkung, wobei Temperatur und
Trockenbedingungen so gewahit werden
miissen, daR die Oberfldchen der Substrate nicht
angegriffen werden. Im allgemeinen werden
dabei Temperaturen von 0 bis 200°C,
vorzugsweise 50 bis 150° C angewandt; in
besonderen Fallen {Gefriertrocknung,
Einbrennen) kénnen diese Temperaturen auch
unter- oder iiberschritten werden.

Eine andere Variante des Verfahrens besteht
darin, daf man auf der befeuchteten Oberfldche
durch eine chemische Reaktion das schwer
Isliche Silbersalz ausféllt. Als Beispiel sei das
Ansduern einer Silberaminchlorid-Lésung mit
Mineralsdure genannt, das zum Ausfallen von
Silberchlorid fithrt. In diesen Fallen ist die
Entfernung des Komplexbildners nicht mehr
erforderlich.

Die nach einem der beschriebenen
Verfahrensvarianten bekeimten Oberflachen
missen anschlieBend durch Reduktion aktiviert
werden. Dazu kénnen bevorzugt die in der
Galvanotechnik Giblichen Reduktionsmittel, wie
Hydrazinhydrat, Formaldehyd, Hypophosphit,
Borane oder Borhydride verwendet werden.
Bevorzugt wird die Reduktion in wariger Losung
durchgefihrt. Es sind aber auch andere
Lésungsmittel wie Alkohole, Ether,
Kohlenwasserstoffe einsetzbar. .

Als Substrate fiir das erfindungsgemaége
Verfahren eignen sich: Glas, Quarz, Keramik,
Kohlenstoff, Papier, Polyethylen, Polypropylen,
ABS-Kunststoffe, Epoxyharze, Polyester,
Polycarbonate, Polyamide, Polyethylenfiuorid und
textile Flachengebilde, Féden und Fasern aus
Polyamid. Polyester, Polyalkylen, Polyacrylnitril,
Polyvinylhalegonide, Baumwolle und Wolle sowie
deren Mischungen oder Mischpolymerisate,
Graphitfasern, Flock und Whisker aus
Aluminiumoxid u.a.m. Bevorzugt sind textile
Materialien.

0142691 4

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Die erfindungsgemaR aktivierten Oberflachen
konnen in den meisten Fallen direkt zur
stromlosen Metallisierung eingesetzt werden.

Eine ganz besonders bevorzugte
Ausfihrungsform des erfindungsgeméaRen
Verfahrens besteht darin, daR die Reduktion im
Metallisierungsbad gleich mit dem
Reduktionsmittel der stromlosen Metallisierung
durchgefiihrt wird. Diese Variante besteht nur
noch aus den drei Arbeitsgéngen, beispielsweise:
Eintauchen des Substrates in die Losung der
Silberverbindung, Trocknen der
Substratoberflachen und Eintauchen der so
aktivierten Oberflachen in das
Metallisierungsbad.

Diese Ausfithrungsform ist ganz besonders fiir
aminboranhaltige Nickelbader oder
formatinhaltige Kupferbdder geeignet.

Als in dem erfindungsgemaRen Verfahren
einsetzbare Metallisierungsbader kommen
bevorzugt Bader mit Nickelsalzen, Cobaltsalzen,
Kupfersalzen oder deren Gemische mit
Eisensalzen, Gold- und Silbersalzen in Betracht.
Derartige Metallisierungsbader sind in der
Technik der stromlosen Metallisierung bekannt.

Es ist (iberraschend, daB auch in alikalischen
Metallisierungsbadern, die Ammoniak enthalten,
sich die erfindungsgeméRen Silbersalze nur so
gering von den bekeimten Substratoberflachen
abldsen, daB eine Metallisierung der Oberflachen
ohne Zerstorung der Metallisierungsbader durch
Edeimetallkeime stattfindet.

Beispiele

Beispiel 1

Ein 15 cm x 16 cm groBes Quadrat eines
Baumwollgewebes (Satin) wird 10 Sekunden in
eine Losung von 0,7 g Silberchlorid in einem Liter
walkrigem Ammoniak getaucht, anschlieBend bei
90°C getrocknet und dann 10 Minuten in einem
alkalischen Vernickelungsbad, das 30 g/I
Nickelchlorid, 10 g/l Dimethylaminboran und 10
g/l Zitronensaure enthalt und mit Ammoniak auf
pH 8 eingestellt wurde, vernickelt. Man erhélt ein
metallisch-gldnzendes Stoffstiick mit einer
Metallauflage von 44 g Nickel/m2. Der elektrische
Widerstand einer 10 cm x 10 cm groBen
quadratischen Flache betragt in Kettrichtung 2
Ohm und in Schufrichtung 3 Ohm.

Beispiel 2

Ein 15 cm x 156 cm groBes Quadrat eines
Polyamidgewebes (Polyamid-6) wird 1 Minute in
eine Losung von 1,3 g Silberchlorid in einem Liter
wiBRrigen Ammoniak getaucht. Anschlie@end
wird das Gewebe bei 80°C getrocknet und dann
30 Minuten in einem alkalischen
Vernickelungsbad gemaR Beispiel 1 vernickelt.
Man erhélt ein metallisch-glénzendes Stoffstiick
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mit einer Metallauflage von 37 g Nickel/m2. Der
Widerstand gemessen an einer 10 cm x 10 cm
groRBen quadratischen Fldache berdgt 0,2 Ohm in
Kettrichtung und 0,4 Ohm in SchuBrichtung.

Beispiel 3

Ein 15 cm x 15 cm groRes Quadrat eines
Kohilenstoffgewebes (Leinwandbindung) wird 1
Minute in eine Aktivierungsiésung getaucht, die
0,5 g Silberchlorid/! waRriges Ammoniak enthalt.
Das Gewebe wird bei 120°C getrocknet und
anschlieBend in einem alkalischen
Vernickelungsbad gemaR Beispiel 1 eine Stunde
metallisiert. Man erhéit ein metallisch-glanzendes
Gewebe mit einer Metallauflage von 55 g
Nickel/m2. Der Widerstand einer 10 cm x 10 cm
grofen quadratischen Flache betragt in
Kettrichtung 0,2 Ohm und in SchuBrichtung 0,3
Ohm.

Beispiel 4

Ein 15 cm x 15 cm groBes Netz aus
aromatischem Polyamid wird in einer
Aktivierungslésung, die 7 g/l ammoniakalisch
wéRriger Losung Silberchiorid enthéit, 30
Sekunden eingetaucht. AnschlieRend wird das
Gewebe bei 100°C getrocknet. Nach
zehnmintitigem Metallisieren in einem alkalischen
Vernickelungsbad gemaR Beispie! 1 erhélt man
ein metallisch-gldnzendes Netz mit einer
Metallauflage von 10 g/m2. Der Widerstand einer
quadratischen Flache von 10 cm x 10 cm betragt
16 Ohm bzw. 18 Ohm.

Beispiel b

Ein Gestrick aus einem Polyester-Fasergarn
(Nm 40) (100 % Polyethylenterephthalat) wird bei
Raumtemperatur 1 Minute in eine
Aktivierungslosung gemaR Beispiel 4 getaucht.
Das Gestrick wird bei 100°C getrocknet und
anschlieBend in einem alkalischen
Vernickelungsbad gemaR Beispiel 145 Minuten
vernickelt. Man erhélt ein metallisch-glanzendes
Gestrick mit einer Metallauflage von 76 g
Nickel/m2.

Beispiel 6

Eine Glasplatte von 20 cm x 8 cm wird mit einer
Aktivierungslosung gemas Beispiel 4
gleichmaRig gespriiht, getrocknet und
anschlieBend 5 Minuten in einem alkalischen
Vernickelungsbad gemiR Beispiel 1 metallisiert.
Nach 1 Minute farbt sich die Oberflache dunkel
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und nach 5 Minuten wird eine metallisch-
gléanzende Schicht beobachtet. Die nach der
Metallisierung gewaschene und getrocknete
Glasscheibe ist mit einer spiegelnden
Metallschicht Gberzogen.

Beispiel 7

Eine Polyesterfolie von 30 cm x 8 cm wird mit
20 %-iger Natronlauge bei 70°C entfettet (10
Minuten) und anschlieBend mit einer
Aktivierungslésung, die 3,5 g Silberchlorid/I
ammoniakalischen Wasser enthalt, einseitig
bespriiht. Die Folie wird bei 120°C getrocknet und
anschlieBend 2 Minuten in eine Losungvon 1 g
Natriumborhydrid in einem Liter Wasser
getaucht. AnschlieBend wird die Folie mit Wasser
gespiilt und dann in einem alkalischen Cobaltbad,
das 35 g/l Cobaltsulfat, 140 g/! Kalium-
Natriumtatrat und 20 g/ Natriumhypophosphit
enthélt, bei 70° C metallisiert. Man erhélt eine
einseitig vercobaltete Folie mit einem
Cobaltgehalt von 8,3 g/m2.

Beispiel 8

Ein Baumwollgewebe gemaR Beispiel 1 wird 30
Sekunden in eine Aktivierungslésung getaucht,
die 1,6 g Silberrhodanid/l waRrigem Ammoniak
enthalt. Die Probe wird bei 120°C getrocknet und
anschlieBend in einem alkalischen Nickelbad
gemaR Beispie! 1 40 Minuten vernickelt. Man
erhalt ein metallisch-glanzendes Stoffstiick mit
einer Nickelauflage von 88 g/m2.

Beispiel 9

Ein Polyamidgewebe geméR Beispiel 2 wird 1
Minute in eine Lésung von 1 g Silberbromid in
einem Liter wdRrigen Ammoniak getaucht,
anschlieRend bei 80°C getrocknet und dann in
einem alkalischen Nickelbad gemaR Beispiel 1 80
Minuten vernickelt. Man erhialt ein metallisch-
gldnzendes Stoffstiick mit einer Nickelauflage
von 60 g/m2. Der Widerstand einer 10 cm x 10 cm
groBen Flache betrdgt 0,1 Ohm in Kettrichtung

. und 0,2 Ohm in SchuBrichtung.
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Beispiel 10

Ein Papierstiick von 15 cm x 15 cm wird in eine
Aktivierungslosung gemas Beispiel 1 getaucht,
gemaR Beispiel 1 getrocknet und anschlieBend in
einer 2 %-igen wéalrigen
Dimethylaminboranldsung reduziert. Nach
Spiilen mit Wasser wird das aktivierte
Papierstiick in einem alkalischen



Vernickelungsbad, das 30 g/l Nickelchlorid, 20 g/1
Zitronenséure und 8 g/l Natriumhypophosphit
enthalt, und mit Ammoniak auf pH 9 eingestelit
wurde, 26 Minuten bei Raumtemperatur
vernickelt. Man erhait ein metalilisch-gldnzendes
Papierstiick mit einer Metallauflage von 41 g/m2,
Der Widerstand einer 10 cm x 10 cm groRen
quadratischen Flache betragt in beiden
Richtungen 2 Ohm.

Beispiel 11

Ein 15 cm x 15 cm grofes Quadrat eines
Baumwoligewebes (Satin) wird 30 Sekunden in
eine Lésung von 1,6 g Silberchlorid in einem Liter
wiRrigem Ammoniak getaucht. AnschlieRend
wird das Stoffstiick eine Minute in eine 3 %-ige
Salzsaureldésung getaucht, gewaschen und dann
in einen alkalischen Vernickelungsbad geméaR
Beispiel 1 15 Minuten vernickelt. Man erhalt ein
metallisch-glanzendes Stoffstlick mit einer
Nickelauflage von 48 g/m2. Der elektrische
Widerstand einer 10 cm x 10 cm gro8en
quadratischen Flache betrédgt in Kettenrichtung
0,9 Ohm und in SchuBrichtung 1,3 Ohm.

Beispiel 12

Ein mit Chromséure vorgebeiztes ABS-Stiick
wird in eine Lésung von 3 g Silberchlorid in
einem Liter waBrigen Ammoniak getaucht,
anschlieRend bei 80°C getrocknet und dann in
einem alkalischen Vernickelungsbad geméaR
Beispiel 1 10 Minuten lang metallisiert. Nach 30
Sekunden beginnt sich die Oberflache dunkel zu
farben und nach 10 Minuten war eine gut
haftende, metallisch-glanzende Nickelschicht
abgeschieden worden.

Beispiel 13

Ein 15 cm x 156 cm groRes Gewebestiick aus
Polyamid-6 wird eine Minute lang in eine
ammoniakalisch waBrige Lésungvon 2,5 g
Silberchlorid/l eingetaucht, anschlieBend bei
130°C getrocknet und dann in einem alkalischen
Kupferbad aus 10 g/! Kupfersuifat, 14 g/
Seignette-Salz und 20 ml/l 35 Gew.-%-ige
Formaldehydlidsung gebracht, das mit
Natronlauge auf pH 12,5 bis 13 eingestellt wurde.
Nach einer Minute beginnt sich die Oberfldche
des Gewebes dunkel zu verfarben und nach 20
Minuten wird ein metallisch-glanzendes,
kupferfarbenes Gewebe mit 12 g/m2 Kupfer
erhalten. Der Widerstand einer 10 cm x 10 cm
grofen quadratischen Flache betrégt in
Kettrichtung 3,6 Ohm und in SchuBrichtung b
Ohm.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Aktivierung von nicht- oder
hailbleitenden Substratoberflichen zum Zwecke
der stromlosen Metallisierung, wobei man

a) die zu metallisierende Oberflache mit einer
Aktivierungslésung benetzt, die eine mit Hilfe von
Komplexbildnern in eine 16sliche Form {iberfihrte
an sich in Wasser schwer 16sliche Silber-1-
Verbindung enthalt,

b) nach dieser Benetzung die I6sliche
Komplexverbindung in die schwerlésliche Silber-
I-Verbindung riickspaltet und

c) die auf der Substratoberflache
zuriickbleibende Silber-1-Verbindung reduziert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daR als Silber-1-Verbindungen
Silberchlorid, Silberbromid, Silbercyanid,
Silberisothiocyanat, Silberchromat, Silbernitrit,
Silbermetaphosphat oder Silberdiphosphat
verwendet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB als Komplexbildner
Ammoniak oder Amine mit einem Siedepunkt
unter 100°C eingesetzt werden.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daf die Konzentration der
Silberkomplexlésung 0,01 bis 10 % betrégt.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB man Aktivierungslésungen
verwendet, die frei von organischen
Lésungsmitteln sind.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daR man auf die liblichen
Spliiprozesse verzichtet.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, da® die Rilickspaltung der
I6slichen Silberkomplexe durch Trocknen erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dal die Riickspaitung der
Silberkomplexe durch Erhitzen auf 50 - 160°C
erfolgt.

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Riickspaltung der
|16slichen Silberkomplexe durch Einwirkung von
Mineralsauren erfolgt.

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daR die Reduktion der
riickgespaitenen Silberverbindung im
Metallisierungsbad erfolgt, vorzugsweise in
aminboranhaltigen Nickelbadern oder
formalinhaltigen Kupferbéadern.

Claims

1. Process for activating non-conductive or
semi- conductive substrate surfaces for the
purpose of electroless metallisation, where

a) the surface to be metallised is wetted with
an activating solution containing a silver-
compound which is sparingly soluble in water
and has been converted into a soluble form with
the aid of complexing agents,



b) after this wetting, the soluble complex
compound is split back into the sparingly soluble
silver-l compound and

c) the silver-l compound remaining on the
surface of the substrate is reduced.

2. Process according to Claim 1, characterised
in that silver chloride, silver bromide, silver
cyanide, silver isothiocyanate, silver chromate,
silver nitrite, silver metaphosphate or silver
diphosphate is used as the silver-l compound.

3. Process according to Claim 1, characterised
in that ammonia or amines with a boiling point
below 100°C are used as complexing agents.

4. Process according to Claim 1, characterised
in that the concentration of the silver complex
solution is 0.01 to 10 %.

5. Process according to Claim 1, characterised
in that activating solutions which are free from
organic solvents are used.

6. Process according to Claim 1, characterized
in that the customary rinsing processes are
dispensed with.

7. Process according to Claim 1, characterised
in that the soluble silver complexes are split back
by drying.

8. Process according to Ciaim 1, characterised
in that the silver complexes are split back by
heating to 50 - 150°C.

9. Process according to Claim 1, characterised
in that the soluble silver complexes are split back
by the action of mineral acids.

10. Process according to Claim 1, characterised
in that the silver compound which has been split
back is reduced in the metallisation bath,
preferably in nickel baths containing
aminoborane or copper baths containing
formalin.

Revendications

1. Procédé pour l'activation de surfaces de
substrats non conducteurs ou semi-conducteurs
en vue de la métallisation sans courant, procédé
dans lequel

a) on imprégne la surface a métalliser avec une
solution d’activation contenant un composé
d’argent (1) qui, en soi, est difficilement soluble
dans l'eau et qui est transformé sous une forme
soluble a I'aide d’agents complexants,

b} aprés cette imprégnation, on redissocie le
composé complexe soluble en composé d’argent
(1} difficilement soluble, et

c) on réduit le composé d’argent (1) subsistant
sur la surface du substrat.

2. Proceédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce gque, comme composés
d’argent (1), on utilise le chlorure d'argent, le
bromure d’argent, le cyanure d'argent,
I'isothiocyanate d’argent, le chromate d'argent,
le nitrite d’argent, le métaphosphtate d'argent ou
le diphosphate d’argent.

3. Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce que, comme agents
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complexants, on utilise 'ammoniac ou des
amines ayant un point d'ébullition inférieur &
100°C.

4. Procédé selon la revendication 1,

caractériseé en ce que la concentration de la
solution du complexe d'argent est de 0,01 & 10 %.

5. Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce qu‘on utilise des solutions
d’activation qui sont exemptes de solvants
organiques.

6. Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce qu’on renonce aux processus
habituels de ringage.

7. Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce que la redissociation des
complexes d’argent solubles a lieu par séchage.

8. Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce que la redissociation des
complexes d’argent a lieu par chauffage a 50 -
150°C.

9. Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce que la redissociation des
complexes d’'argent solubles a lieu sous I'action
d‘acides minéraux.

10. Procédé selon la revendication 1,

caractérisé en ce que la réduction du composé
d’argent redissocié a lieu dans un bain de
métallisation, de préférence, dans des bains de
nickel contenant des aminoboranes ou des bains
de cuivre contenant de la formaline.
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